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Zakladni pokyny pro praci s naprasovackou/ leptackou Denton DESK V HP TSC

IPfed zapocetim jakékoliv prace S naprasovackou, otevieme tlakovou lahev s argonem!
Dodrzujeme ptisnou Cistotu-se vzorky i soucastmi zafizeni pracujeme v rukavicich, aby
nedoslo ke kontaminaci a zbyte¢nému znecisténi-piedevsim vnitinich ¢asti!

Postup - LEPTANI (etching)

Zapnete napraSovaci zatizeni tlacitkem zapnout/vypnout ze zadni strany.

Viko otevtit do horizontalni polohy viz obr. 1. POZOR !!. pokud je viko pod tthlem, mohlo by
spadnout, musi byt ve VODOROVNE poloze viz obr. 1.

Clonu zavirate pomoci oto¢ného knofliku ,,Shutter<. Kdyz je clona zaviena je napis Shutter
vodorovné. Kdyz je zadvérka oteviena je napis kolmo.

POZOR!! Kdyz clonu zavirame je nutné ji oto¢it az do krajni polohy a pak se vratit zpét, aby
byl napis vodorovné-takto je zakryty cely stolek. Rozsah zavérky si 1ze zkontrolovat pied
uzavienim vika.

Obr. 1. Spravna poloha otevieného vika komory.

Vlozite vzorek na stolek a zaviete viko.
Na aktivnim dotykovém displeji nasledné stisknéte volbu ,,System start* viz obr. 2.

Obr. 2. Displej po zapnuti piistroje.



Stisknete ,,Screens* viz obr. 3.

Obr. 3. Displej po spusténi ,, Systém start*.
V pravém hornim rohu je ve schematickém nakresu je to co je zapnuté zvyraznéno tmavym zabarvenim.

Stisknete v nabidce ,,Manual Etch®. Pozn.: Moznost ,,Timed Etch®“ pro ucely laboratorni
prace nepouzivejte!

Nasledné zaviete jehlovy ventil.

Piepnete na ,,Mechanical Pump On* Tim spustite rotac¢ni olejovou vyvévu. Po spusténi pole
ztmavne viz obr. 4.

Obr.4. Displej po spusténi rotacni olejové vyvévy.

Po poklesu tlaku pod 1 Torr, je mozno oteviit ventil ,,Gas Valve“. Pfepnutim na ,,Gas Valve
On* pole ztmavne. Ventil nékdy nelze oteviit napoprvé. Po pokusu o otevieni tlak vystoupa
na >1Torr. Pak je nutné vyckat, az tlak poklesne opé&t pod 1Torr a znovu se pokuste 0

otevfeni.
Aby mohl byt spustén rezim leptani, musi tlak dosahnout hodnoty 0,2+0,01Torr. Regulaci

tlaku provadime pomoci jehlového ventilu viz obr. 5.



Obr.5. Sipka ukazuje
na jehlovy ventil,
kterym lze zvysit nebo
snizit pfitok argonu a
tim ménit pracovni tlak
v komofte.

Mezitim si nastavite prochazejici proud pomoci ,,Etch Setpoint®, kdy se pomoci
zobrazené dotykové klavesnice nastavi hodnota leptaciho proudu (1-10 mA). Uprostied
displeje je zobrazen skute¢ny prochazejici proud :,,DC Current (mAmps)“ v mA. Kdyz bylo
spusténo ,.Etch Power On“, je nutné vizualné zkontrolovat, jestli neni vyboj nestabilni
(neblika). Dikazem nestalosti vyboje je také nestabilita méfeného leptaciho proudu
(problikavani 0 mA). Pfi spusténi leptani se tato nestabilita mize projevit, ale béhem kratké
doby (5s) by se méla hodnota prochéazejiciho proudu ustalit. Pokud se hodnota proudu

neustali, je nutno vypnout ,,Etch Power Off“, nechat ustalit tlak a poté zkusit znovu spustit
leptani ,,Etch Power On*.

Obr. 6. Displej po spusténi procesu leptani.

Proces leptani je ¢asové omezen a to na 10minut. Pokud tuto hodnotu ptekroc¢ime,
hrozi poskozeni pfistroje v dusledku prehiati.
Leptani slouzi v naSem piipadé predevsim K ¢isténi vzorku (substratu) pred naprasovanim. Po
odstranéni necistot leptanim lze spustit zadany proces naprasovani.



Postup NAPRASOVANI (sputtering)

Vypnete leptani: ,, Etch Power Off*.

,,Gas Valve On“, ten nevypinate, pouze musite zaviit jehlovy ventil.

Pies tlac¢itko ,,Screens* se vratte do hlavniho menu a zvolte polozku ,,Manual Sputter*.
Nasledné je nutné zapnout turbomolekularni vyvévu (TMP) pfepnutim na ,,Turbo Pump
On*. Spusténi TMP lze poznat pomoci rychle klesajiciho tlaku. (Je i dobie slySet). To, ze
TMP pracuje na plny vykon nam doklada rozsviceni napisu ,, Turbo Speed @*.
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Obr.7. Turbomolekularni vyvéva(TMP) je soucasti naprasovaciho zafizeni.

Pted zahdjenim procesu napraSovani je nutné dosdhnout minimalné tlaku 5- 10°Torr.
Jakmile se TMP rozto¢i na plny vykon, zacne tlak v komote prudce klesat. Pracovni tlak Ize
zvysit pfipouSténim Argonu, ktery je pro proces napraSovani pracovnim plynem. MnoZstvi
ptipousténého plynu je mozno fidit pomoci jehlového ventilu.

Proud pro napraSovani nastavite prostiednictvim volice ,,Sputter Setpoint* naptiklad
na 40 mA. Reéalny proud protékajici vybojem je opét indikovan na panelu (hodnota
prochazejiciho proudu mize byt nizsi nez je hodnota nastavena (napf. pii nastaveni lsp,=40
mA, prochazi realn¢ pouze 38-39 mA).

Obr. 8. Displej po spusténi procesu naprasovani.

K napraSovacimu zafizeni je pfipojena krystalova mérka SQM-160, kterd méti
tloust’ku naprasené vrstvy na QCM senzoru. Pied startem napraSovani je nutné ji vynulovat

pomoci tlacitka ,,ZERO*. Na mérce lze zaroven sledovat dobu naprasovani, ktera by neméla
také ptesahnout 10 minut.



Pozn.: Moznost ,,Timed Sputter® v ramci prace nepouzivejte.

Obr.9. Krystalova mérka po spusténi procesu napraovani.

Zapnete napraSovani ,,Sputter Power On*“ a zaroven oteviete clonu. Zapocne
naprasovani na vloZené substraty. Rychlost naprasovani a tloustka vrstvy jsou méfeny
pomoci krystalové mérky Inficon SQM-160 viz obr. 9.

Doba naprasovani je omezena také na maximalné¢ 10 minut, obzvlasté pfi maximalnim
vykonu (Maximalni vykon naprasovaciho zafizeni je 40 W, pracovni proud 100 mA (max),
napéti zdroje 400 V.)

Po naneseni poZadované tlouStky vrstvy proces ukoncite pfepnutim na ,,Sputter
Power Off*.
TIhned poté vypnete turbomolekularni vyvévu piepnutim polozky ,,Turbo Pump Off*. Nyni je
nutné pockat 600 sekund (10minut), odpocitavani bézi na displeji ptistroje po sekundach.
Nasledné¢ je mozné vypnout rotacni olejovou vyvévu (turbomolekularni pumpa je jiz
zastavena). Rota¢ni olejovou vyvévu vypnete piepnutim polozky ,, Mechanical Pump Off*.
A soucasné se automaticky vypne i ventil ,,Gas Valve Off. Po vypnuti se pracovni komora
za¢ne automaticky zapoustét atmosférou z laboratote.
Pted otevienim vika je nutné chvili pockat na vyrovnani tlaku. Zapousténi aparatury trva cca
30-60 sekund. Viko musi jit nadzvednout bez pouziti hrubé sily aby nedoslo k poskozeni
gumoveého tésnéni.

Obr.10. Vzorek uvniti komory po ukonceni naprasovani.



DULEZITE:

Po kazdém uplném ukonCeni ¢innosti u naprasovaciho zafizeni ocistét¢ okno do
komory (pozn. z vnitini strany) hadiikem namocenym do isopropylalkoholu. Naprasovanim
kovl se 0kno zanasi a neda se pies n&j vizualné kontrolovat zazehnuti a stabilita vyboje viz
obr. 11. Pokud je okno ¢isténo pravidelné, neni nutné piistroj zbyte¢né rozebirat. Tenkou
vrstvu kovu je mozné ocistit snadnéji. Pokud bude zaneseni pfili§ velké, je zde moznost
pouzit k mechanickému ocisténi diamantovou pastu, kterd je v laboratofii k dispozici.

Obr. 11. Vizualni kontrola priabéhu vyboje pfi naprasovani.

Po ukonceni prace pfistroj vypneme tlacitkem na zadni strané. Taktéz vypneme
krystalovou mérku SQM-160. Nezapomeneme zaviit piivod argonu na tlakové 1dhvi!

V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTI NEBO NESTANDARTNIHO CHOVANT{
PRISTROJE ZAVOLEJTE VYUCUJICIHO ASISTENTA!



